
微結構熱壓成形之模擬分析

蔡昭源、吳政憲

E-mail: 9511518@mail.dyu.edu.tw

摘 要

本文以模擬的結果和實做進行比較。利用有限元素進行模 擬，將Pro-E 及ANSYS -APDL 參數化的設計架構，做為前處理 

工具及元素數目的收斂分析，並將模型以ASCII 文字檔案的方式 編入並修改DEFORM 執行檔KeyFile 進行模擬。模擬的現

象為熱 壓微結構的製程。其中應力應變及熱傳效應為一個動態隨時間及 加工條件不斷變化的多體(multi-body) 接觸問題， 

而壓克力 (PMMA) 屬於高分子材料，成型時的黏滯係數會受到加工時所產 生的剪應力和溫度影響不斷變化，文中會考慮

將熱傳效應的加入 與否進行探討，並且將微結構周圍的數目在成型上的差異加入比 較，進而簡化為2-D 剖面模型做為

與3-D 成型模擬的差異探討。 實作上以實驗室自行開發設計組裝的熱壓機結構本體及人機 操作界面LabVIEW 及資料擷取

，做為熱壓成型的軟硬體裝置，加 工材料為直接購買的壓克力(PMMA)片、模仁是經由半導體製程蝕 刻、電鑄而成的微米

尺寸結構。

關鍵詞 : 微熱壓成型模擬，DEFORM，LVDT
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